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验 给予 总结 

2 技术原理 

在电镀过程 中，阴、阳两极发生 电化学反应 ，分 

析 电投 过程 的历 程 ，可 以发 现 它 们 由一 系 列 不 同 的 

基本步骤构成 。 

(1)反应物粒子 自溶液内部 向电极表面附近传 

进——液相传质步骤。 

(2)反应 物粒 子在电 极 与溶 液 界 面 问得 失 电 子 

— —

电子转移步骤。 

(3)产物粒子 自电极表面附近向藩菠 内部疏散 

— — 液相传质步骤，或者是产物形成新相(气体或晶 

体)——新相生成步骤 。 

而对于单盐壤镀 中，如以硫 酸镍 为主盐 的酸性 

蒗链镍 ，电化学反应 中控制电化 学反应速度步骤是 

液相传质步骤(又称浓差极化 )。因此 ，在 电镀过程 

中 ，对 于 挂镀 ，在 电楹表 面附 近的 藏层 中存 在着 浓 度 

梯度的扩 散层，一般其 厚度 为 0．5rara。而对 于液 

镀 ．由于滚筒内外链藏循环不好．更加大了链菠的扩 

散层厚度 ，降低了阴极区的有效金属离子浓度 ，导致 

电镀极 限 电流 下降 ，所 以 只 有 加 强 对滚 筒 内外 链 液 

循环 ，才能使扩散层变薄．藏相传质的阻力大幅度碱 

小 ，提高阴极区金属离子的供给。 

我们针对上连 同题 ，研制了藏流喷射装置 ．通过 

过 滤机对 滚筒 内电镀 液 进 行强 制 对 流 ，这样 既 可 以 

连续净 化镀穰 ，延长 镀液 净 化时 问 ，又可 以 大 幅度 降 

低滚筒 内外镀藏的浓度梯度，提高镀层质量。 

3 生产线的设计要点 

在生产线的设计中，最 为重要的是菠流喷射设 

备的设计．我们主要做 了 下几个方面的改进。 

3．1 滚筒的设计 

为解决滚筒 内外镀藏主盐浓度一致的问题 ，在 

滚筒 内增加液流聩射管 ，该臂采用工程塑料 ，其一端 

封闭，其管径应小 于过撼机 出 口管臂径 ，管壁上钻 

牛L 5～3ram 的小孔 ，小 孔 为 二排 呈 90。排 列 ，其孔 的 

总面积为喷射管的截 面积的 75％～85％，管外部 固 

定在攘筒护板上。 

3．2 过蠢机的出口与喷射瞥的莲接 

过滤机的出口尾端 固定在镀槽 内壁 ，采用与滚 

筒上外锥型尼龙接 口相配套 的尼龙 的 内锥型接 口 

(最好 内外锥型接 口采用 鞋性衬塑料制作的锥 型接 

口)，其安装高度比镀槽内藏面高出 50ram。 

3．3 馥筒的定位与过蠢机的控制 

滚筒的定位准确是成败的关键 ，我们采用滚筒 

的固定架与镀槽上支捧块定位 ，这就要求链槽的制 

作 、安装噩蘸 筒的制作严格控制在公差范 围内，以确 

保各滚筒的对位准确(若采用 磁性接 口则可降低安 

装精度)。而对过穗机的离位控 制可采用行程开关 

或电礁感应开关控制。 

4 过滤机与整流器的选择 

为保证壤筒内镀液的循环能力 ，经过实践摸索， 

过滤机的过滤能力为每小时循环 2．5～3次为最好。 

而 整流 器的 选用 可 根据 镀 种 的 不 同而 选 择 ，对于 蒗 

镀镍我们虽然进行强 制镀 藏循环 ，但 电压 只降低 1 

～ 2V左右，故仍需选择 0～18Wo～1000A 

5 结束语 

通过该生产线 的设计、安装 、使用 ，由于采用了 

喷射液流技术 ，提高了镍层的沉积建度 ，缩短电镀时 

间，提高壤链的深镀能力和均镀能力。但其仍存在 

一 些问题，如 ：(1)设备 制作 。安装精度稍高 ，有一 

定的难度。(2)由于采用 尼龙接 口，对 位的准确 与 

否很大程度上取决于操作者的责任心。需要在今后 

的生产实践中加 不断地改进完善。 
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高 碳 钢 基 体 退 镀 工 艺 
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确强铱， 

镀镍／铬金属层 ，在高碳钢材料 的保护方面应用 

十分广泛。不合格链层约 占 3％～8％，需要及 时退 

除 ，否则 ，影响基体 防腐能力或产品的装饰性能 ，降 

低产品的合格率。目前 ，由于请多原因 ，高碳钢基体 

上不台格镀层的退酴 化学法为主 。该法工艺简单， 
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但操作环境恶劣 ，污染严重 电解法能够保证 高碳 

钢基体的退镀效果，而且克服化学法退 镀的众 多弊 

病 。 

2 电解退镀 

我们运用丁电化学、精细化工等多门类、多学科 

知识．参 阅大 量 国 内外 有 关 文 献．开 发 研 制成 功 

JS986系列高碳钢基体电解退镀掭加剂。 

该掭 加剂 经 小 试 、中试 后 ．已应 用 于 退 镀 生 产 

线 ．解决了长期困扰于电镀行业的一项技术难题。 

2．1 高碳钢 电解退镀原理与工艺条件 

铬、镍在阳极 电流作用下落解 ．暗镍 过饨 态溶 

解 ．基体钝态 

电解 退镀 工艺条 件 ： 

硝酸 钾 ， L 100～200 

JS986一l添加 剂 ．mUL 100 

JS986—2添 加 剂 ．mUL 50 

T 室温 

pH值 4 l～5 0 

DA．A／d 5～l0 

阴极 不锈钢或镀镍的铁板 

S^：Sx 1：2～ 4 

t．min 15～ 45 

去离子水配制 ，用磷酸调 pH值 。 

2．2 特点 

退镀 液 组分 少 ．有 主 盐 和 两 种 掭 加 剂 ，JS986 2 

仅配檀时添加．JS986—1可按退除面积计算或按kAh 

计算掭加 掭加剂具有选 择性活化、络台、缓蚀 、钝 

化、提高表面活性等多种功能 ，并能缓冲溶液的 pH 

值 ．褡液性能稳定 ，延长使用寿命。 

操作简单，易于 管理 镍、锗镀层一步法退 除， 

操作 过程 中 主要控 制 pH值 ；处理 方 便 简 易 ，当 达 到 

一 定 的退 除量 时 ．只需 调 节 pH值 ．沉 淀 后上 清 液 回 

用 。 

污染少 ，成本低。该工艺没有废水、废 气排放， 

不需增加污染治理设施；产生的沉淀物经简单处理． 

可用于加工绿抛光皂 ，变废为宝 退镀综台成本为 

0 25--0 35元 ．低 于化 学法退 镀 。 

适用范围宽，更适台中、低碳钢。 

3 化学法退镀 

化学法退镀最常用 的是浓硝酸法或防染盐和氰 

化 物法 。 

3．1 反 应机 理 

(1)浓 硝酸 法 

cr+2H ：c， +}L+ 

+3HNO~=Ni(NO3)2+NO2十+ o 

2Fe+2HNO,=F q +Nq 十 o 

止  

4HNO~(浓) NO2十 q 十 o 

(2)防染盐 法 

cr+2H =c +}L+ 

Ni+ 

Fe+ 

SO,Na 

SO Na 

i 一 Njo 

Ni+2H =Ni +H2O 

N3 +4CN— = Ni(cN)．1 2- 

3．2 特 点 

浓硝酸法退膝速度快．戚本较低 ，退镀费约0 10 

元 ．但其操作环境恶劣 ．退镀时产生大量的氯氧 

化物气体 ，俗称“黄龙”．直接影响操作人员的身体健 

康。防染盐法对基体腐蚀较小．但需高温退睬，时间 

长，效率低，成本高 ．退镀费为 0．40元 。使用大 

量 有 害的苯 系有 机 物 和 剧毒 的氰 化 物 ．严 重 危 害 操 

作 人员 。 

4 结论 

电解退镀应用于高碳钢基体不 良镀层退 睬，工 

艺先进 ，综台成本低．效果好 ．无污染，优于传统的化 

学法 退 镀 ，经 济效 益、社会 效益 、环 境效 益显 著 ，具 有 

很 高 的推广 应用 价值 。 
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